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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

EMBALLAGE DE COMPOSANTS POUR OPERATIONS AUTOMATISEES —

Partie 2: Emballage en bandes des composants
a sorties unilatérales

AVANT-PROPQOS

1) La CHI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondial Lomposée
de I'epsemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de Ia r objet de
favoriger la coopération internationale pour toutes les questions de norma aines de
I'électficité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie d tionales.
Leur glaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desquel 5sé par le
sujet fraité peut participer. Les organisations internationales, gouverne htales, en
liaisor) avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEI panisation
Internptionale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixées pé organisatipns.

2) Les dgcisions ou accords officiels de la CEIl concernant les que i i ehtent, dans |a mesure
du popsible un accord international sur les sujets étudiés, ¢ € i ntéressés
sont représentés dans chaque comité d’'études.

3) Les dpcuments produits se présentent sou & i internationales. lls sopt publiés
commile normes, rapports techniques ou gujdes S dmités nationaux

4) Dans |e but d'encourager I'unification internatjonale tionaux/de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon |transparente, dans toute la mesure possi ationales de la CEIl dans leufs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la™orrpe” de Ia CEl et la norme nationale ou|régionale
corregpondante doit étre indiquée en terme sdans C ere.

5) La CHI n’a fixé aucune procg S % e indication d’approbation et sa resgonsabilité
n’'est pas engagée quand urmatexie| est deslaré confe a Jne de ses normes.

6) L'attemtion est attirée s t s éléments de la présente Norme internationale peyvent faire
I'objetl de droits de popr i droits analogues. La CEIl ne saurait étre tgnue pour
responsable de @ ifi i propriété et de ne pas avoir signalé leur existenge.

La Norme internat a été établie par le comité d'études 40 de|la CEI:

Condeng ipements électroniques.

Cette s¢ emplace la premiére édition parue en 1985 dont elle dqonstitue

une révig

Le texte e est issu des documents suivants

FUIS RKapport ae vole
40/918/FDIS 40/1034/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti

a l'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PACKAGING OF COMPONENTS FOR AUTOMATIC HANDLING —

Part 2: Tape packaging of components with unidirectional leads
on continuous tapes

EOREFWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization f omprising

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The objg promote
interngtional co-operation on all questions concerning standardization in the e fields. To
this epd and in addition to other activities, the IEC publishes International S gratlon is
entrudted to technical committees; any IEC National Committee intergsted_i & j with may
participate in this preparatory work. International, governmental and no -goverayen izatiops liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborate € anization
for Sfandardization (ISO) in accordance with conditions detée the two
organfzations.

2) The f sible, an
intern psentation
from gll interested National Committees.

3) Thed the form
of sta se.

4) In ord ernational
Stand hrds. Any
diverg pe clearly
indicafed in the latter.

5) The IEC provides no mark e indj ¢ ible for any

equipment declared to be_i

6) Attentjon is drawn to th

of patent rights. Tbri IE

ments of this International Standard may be the subject
e for identifying any or all such patent rights.

Internat

as been prepared by IEC technical commiftee 40:
Capacit i

This se¢ adition™¢ d replaces the first edition published in 1985 and consfitutes a
technica 1S

The tex d is based on the following documents:

FUIS REePOort on VO[ng

40/918/FDIS 40/1034/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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EMBALLAGE DE COMPOSANTS POUR OPERATIONS AUTOMATISEES —

Partie 2: Emballage en bandes des composants
a sorties unilatérales

1 Généralités

1.1 Do

maine d'application

La prédente norme est applicable a la mise en bande des cor sorties
unilatérales ou plus utilisés dans les équipements électroniques. lhde est
appliqgué¢e aux sorties des composants.

Elle contient les prescriptions relatives aux techniques d€ es pour
I'utilisation des équipements de manutention des sortie "nsertion
automaltique, et d'autres opérations. Elle fournit unigGement es pour
la mise

1.2 Réfé

Les dod positions qui, par suite de la rgférence
qui y eg 60286
Au mon enit en vigueur et les parties pilenantes
aux ac i hercher

la possipilité
ci-apres.

en vigud

CEI 600
CEI 602

CEl 603
et résis

CEl 607
résistan

ISO 114

ddent le registre des Normes interng

Wde pour la détermination de I'encombrement des condensa
ilatérales

69{1993, Plastiques — Identification générique et marquage des produits plasti

2 Dimensions

ehtes des documents normatifs |ndiqués

tionales

iales

hsateurs

teurs et

jues

NOTE — Pour les symboles et dimensions indiqués ci-apreés, il est fait référence aux figures 2, 3 et 4, pages 12, 14 et 18.

2.1 Di

mensions communes aux bandes et aux composants a sorties unilatérales

mis sur bande

Le systéme de coordonnées suivant doit étre utilisé comme indiqué en figure 1:

— l'axe des abscisses est une droite joignant les centres des trous d'entrainement dans le

sens

— l'axe
centr

du déroulement;

des ordonnées est une droite, perpendiculaire a I'axe des abscisses, passant par le

e du trou d'entrainement qui suit le composant a contrdler.


https://iecnorm.com/api/?name=74a8d8f300add540d7159459f0fadd0c

60286-2 0 IEC:1997 -7

PACKAGING OF COMPONENTS FOR AUTOMATIC HANDLING —

Part 2: Tape packaging of components with unidirectional leads
on continuous tapes

1 General

1.1 Sc

This Standard applies to the tape packaging of components with twg/0 idifectional
leads fo pads.

It cove andling,
preform s which
are ess¢

1.2 No

The foll his text,
constitl;r hdicated
were v s based
on this 3 he most
recent g 3 Qw. Members of IEC and ISO maintain
register

IEC 600

IEC 60294: 1969, Me e 9 [ wo axial
terminations

IEC 603

IEC 6071
with unigi

esistors

ISO 114

2 Dimeénsions

NOTE — Konthe symbols and dimensions given below, reference is made to figures 2, 3 and 4, pages 13, 15 and 19.

2.1 Dimensions common to tapes and taped components with unidirectional leads
The coordinate system as shown in figure 1 shall be used

— the abscissa is a straight line through the centres of the sprocket holes in the direction of
unreeling;

— the ordinate is a straight line perpendicular to the abscissa through the centre of the
sprocket hole that follows the component to be checked.
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Bord supérieur de la bande
Bande de maintien

Abscisses

Bande d'entrainement

Sens de déroulement

— et
TE L roelgd T286211a

Figure 1 — Systeme de coordonnées

2.1.1 Lprgeur de bande

+1

2.1.1.1 | Largeur de la bande d'entrainement W 8_p5 mm

2.1.1.2 | Largeur de la bande de maintien W
Cette di

de main

ant par la bande. Lp bande

2.1.1.3

Entre le
d'entrafl

Wo = 3 mm max.

+0,75

212 ( W1:9_0’5 mm

2.1.3 1 Dg=4mm£0,2 mm

214 1

Entre I'g H= 183, mm

du corp

NOTE - les compgsants sur bande ayant un corps cylindrique de diamétre =10 mm et avec H = 16 mm [+ 0,5 mm
sont utilisgs suf lesmarché, Dans ce cas, l'interchangeabilité ne peut étre garantie.

Plan d'appui
La méthode de détermination du plan d'appui est donnée dans la CEl 60717

— Pour les composants a sorties droites.

Base du corps du composant y compris toute protubérance supportant le composant sur la
carte imprimée (ligne paralléle a I'axe des abscisses passant par le point du composant le
plus proche de la bande).

— Pour les composants a sorties cambrées (ou autrement préformées).
Le plan d'appui dépend du profil du cambrage, du diamétre des sorties et de la dimension du

trou du circuit imprimé. Pour cette raison, un plan de référence est défini, pour les composants
a sorties cambrées seulement, de la maniére suivante:
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Ordinate

Upper edge of the tape
Hold down tape

Carrier tape

Direction of unreeling
4>

IEC 1 732/97

2.1.1 Tape width
2.1.1.1 | Carrier tape width W

2.1.1.2 | Hold-down tape width

This dimension is governed by the rete
shall nof protrude beyond the carrier tap

2.1.1.3 | Distance W,

Between the upper edges
and the|hold-down taps

212 Position @

2.1.3 [Diameter Dy

2.1.4 [Distan

Betwee
of the c

NOTE — ]
the markqt place! In thi

e2862fla

Figure 1 — Ordinate system

Wo

Wy =3 mmm

wy =990 m

Dg=4mm = (

H=18" mm

wn tape

BLX .

,2 mm

e used in

Seating plane

The method for determining the seating plane is given in IEC 60717

— For components with straight leads.

The bottom of the component body, including any projections which support the component
on the printed board (line in parallel to the reference abscissa through the bottom point

nearest to the tape).

— For components with crimped (or otherwise preformed) leads.

The seating plane depends on the profile of the crimp, the diameter of the leads and the hole
size in the printed board. For this reason a reference plane is defined, for components with

crimped leads only, as follows:
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Plan de référence

Ligne paralléle a I'axe des abscisses passant par le centre le plus bas du rayon de courbure du
cambrage.

2.1.5 Distance Hg (pour les sorties cambrées seulement)

Entre I'axe des abscisses et le plan de Hp =16 mm £ 0,5 mm
référence des composants a sorties cambrées.

2.1.6 Distance H;

Entre I'dxe des abscisses et le haut du corps du composant:

a) pourltous les composants ayant des
écarements de sorties F=1x ea
6xdoufFi=1xeetFr=1xe

max.

b) pourlles composants basés sur
e = 2,5 mm et ayant des écartements
de sq@rties F=1xea 6 xe

max.

c) pourlles composants basés sur e = 2,5 mm ax.
et aypnt des écartements de sorties
F=2xeet3xeouF=9x%xeou

11 x |e avec des pas de composan
P>127mmet H=16 mm * 0,5 mm

d) pourlles composants basés sur e = ; Hy =62 mm m
et aypnt des écartements de sorties
F=2

avec
NOTH]

2.1.7 0
(Confor

Pour une
diameétr

NOTE - ectighs autres que circulaires peuvent étre utilisées a condition qu'elles pient une
dimensiop minimale_de 0,85 mm dans le plan de la bande. Un cercle circonscrit aux angles des sedtions non
circulaire$ esticonsideré cemme étant la section circulaire équivalente.

2.1.8 Deépassement maximal admissible des extrémités des sorties

2.1.8.1 Dépassement L1 au-dela du bord inférieur de la L1 =2 mm max.
bande d'entrainement.

NOTE - La tendance du marché s'oriente vers des valeurs plus petites.
2.1.8.2 Dans le cas ou des composants ont été retirés en coupant les sorties:

Dépassement L des sorties restantes L =11 mm max.
au-delad du bord supérieur de la bande
mesuré a partir de I'axe des abscisses.

NOTE - Il est recommandé d'éviter autant que possible le dépassement de I'un ou l'autre coté.
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Reference plane

The line parallel to the abscissa through the lowest centre of the radius of curvature of the
bending of the crimp.

2.1.5 Distance Hg (for crimped leads only)

Between the abscissa and the reference Hop =16 mm = 0,5 mm
plane of components with crimped leads.

2.1.6 Distance H;

Betweelh the abscissa and the top of the body
of the components:

a) for all components with lead spacings Imax.
F=1xeto6xeor Fp =1xeand
F=xe

b) for components based on e = 2,5 mm and max.
with lead spacings F=1x eto6 x e

c) for components based on e = 2,5 mm and ax.

with |ead spacings F=2 x e and 3 X €
or FEF9 x eor 11 x e combined witk
component pitches P> 12,7 mm and
H=16 mm = 0,5 mm

d) forc
with
or F
comy

pbmponents basedon e=2,5m Hp = 62 mm max.

NOTE
2.1.7 U
(In accd

For autg
are 0,5

ere lead spacing is F = 5,08 mm, the recommended lead dipmeters

NOTE - leads with tross-gections other than circular may be used, provided they have a minimum dinjension of
0,35 mm |n the“tape plan€. A circle going through the corners of the non-circular cross-section is consid¢red to be
the equivdlent’circular cross-section.

2.1.8 Maximum permissible protrusion of the ends of the leads

2.1.8.1 Protrusion L1 beyond the lower side of the L1 =2 mm max.
carrier tape.

NOTE — Market trend is towards smaller values.
2.1.8.2 In the case of cut out components:

The length L of the residual leads L =11 mm max.
beyond the upper tape edge measured
from the abscissa.

NOTE - Any protrusion on either side should be avoided whenever possible.
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2.1.9 Pas des trous d'entrainement Pg

La position des composants doit étre Pg=12,7 mm = 0,3 mm
symeétrique par rapport aux trous
d'entrainement de la bande.

Pas de la grille e: e = 2,54 mm. Pour les nouvelles conceptions, e = 2,5 mm doit étre utilisé
(voir CEI 60097).

NOTE 1 — Les composants avec écartement de sorties F = 3 x e peuvent étre livrés avec les trous d'entrainement
disposés entre les sorties des composants (voir figure 2).

NOTE 2 — Les composants avec écartement de sorties F =8 x ea 11 x e peuvent étre livrés avec un ou deux trous

d'entraingnrent u'iapubéa entretesdeux—sorttesducomposant{voir-figure—2)-
PN

V

—Ir -I -

IEq 1 733/97 f2862f2d

+1 mm

y T=0,9 mm mpx.
maintien et d'entrainement.

2.1.11.2 Epaisseur totale T; de la bande combinée T1=T+d
de maintien et d'entrainement, y compris les sorties.
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2.1.9 Pitch Py of the sprocket holes

The positioning of the components shall be Pg=12,7 mm = 0,3 mm

symmetrical in relation to the sprocket
holes in the tape.

The grid is defined as e = 2,54 mm. For new designs, e = 2,5 mm shall be used (see IEC 60097).
NOTE 1 — Components with a lead spacing of F = 3 x e may be delivered with the sprocket holes arranged between
the leads of the component (see figure 2).

NOTE 2 — Components with a lead spacing of F = 8 x e to 11 x e may be delivered with one or two sprocket holes
arranged between the leads of the component (see figure 2).

IEQ 1 733/97 e2862f2d

2.1.10 et hole pitches 1 mm

2.1.11 figure 3).

2.1.11.1 | S of the combined carrier T=0,9 mm mpx.
2.1.11.4 “Fotal thickness T; of the combined carrier T;=T+d

and hold-down tape including the leads.
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Plan de référence

60286-2 [0 CEI:1997

|[EC 1 734/97

ure 3

2.2 Dimension 9 des et aux composants a

2.2.1 H

Par rap

— écarf maximal dug6rps du composant dans le
plan perpendiculaire au plan de la bande Ah

f2862f3d

|Ah| =2 mm ax.

— écart maximal du corps du composant dans le
plan de la bande Ap

— écart maximal des sorties du composant au
niveau du plan d'appui (valable depuis le
bord supérieur de la bande jusqu'au plan
d'appui ou plan de référence respectivement) AP;

|Ap| = 1,3 mm max.

|aPy| = 0,7 mm max.
pour toute valeur Py

P, est la distance entre I'axe des ordonnées et la premiére sortie du composant suivant (dans

le sens du déroulement).

Les valeurs nominales de P; sont données dans le tableau 1.
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|[EC 1 734/97 e2862f3d

ure 3

2.2 Din d taped components with two leads

221 M

From th

— maxi aviation Ah of the component |Ah| =2 mm pax.
body

— maXimum-deviation of the r\nmpnnnnt hnrl\]/ in ! I\p! =1 ,’2 min max.
the tape plane Ap

— maximum deviation of the component leads |APy| = 0,7 mm max.
in the seating plane (valid from the upper for all values of P,

edge of the tape to the seating plane or
reference plane respectively) AP,

P1 is the distance between the ordinate and the first lead of the following component (in the
direction of unreeling).

Nominal values for P; are given in table 1.
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2.2.2

2.2.3

NOTE -
étre facilg

- 16 —

Tableau 1

60286-2 [0 CEI:1997

Ecartement des
sorties F

Py

(voir figure 3)

Pas du composant P2

(voir figure 2)

(e = 2,54 mm)Y mm mm
poure=254mm | pour e=2,5mm 12,7 25,4 38,1

1xe 5,08 5,10 X X
2x%xe 3,81 3,85 X X
25xe 3,17 3,22 X
3 x e3) 2,54 2,60 X (
3xe 8,89 8,95 X <x\‘ (X N
4x%e 7,62 7,70 \<< X
5xe 6,35 6,45 x\ \x\
6xe 5,08 5,20 *
9xe - 7,80 X
11 xe

1)
2)

3)

4)
2.1.6.

Fcartementkde
au bord '

Voir tableau 1

es puisse
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Table 1
P, Component P2)
Lead spacing F (see figure 3) (see figure 2)
(e =2,54 mm)b) mm mm
for e = 2,54 mm fore=2,5mm 12,7 25,4 38,1
1xe 5,08 5,10 X X
2xe 3,81 3,85 X X
2,5xe 3,17 3,22 X
3 x e3) 2,54 2,60 X (
A
3xe 8,89 8,95 x < OO
4 xe 7,62 7,70 \< \<
5xe 6,35 6,45 ( \x\ \x\>
6xe 5,08 520 /| \ L N X7
9xe - 7,80 BN \ X
11 xe - > X

2.2.2

2.2.3

NOTE -
after sep3

1)
2)

3)

4)

When this option (sprocket
taken that the leads do not i

L ead sp
at the upper &

a

s

See table 1

olerances
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2.3 Dimensions communes aux bandes et aux composants a trois sorties mis en bande

2.3.1 Ecartement des sorties Fy et F 1xe
(voir figure 4)

Plan de référence

|

f2862f4d

Figure 4
0 mm
6,35 mm £ 0,7 mm
2.3.4 Hcarts maximaux admissibles
Par rapport a la position nominale:
— écart maximal du corps du composant dans |Ah| =2 mm max.

le plan perpendiculaire au plan de la bande Ah

— écart maximal du corps du composant dans |Ap| =1 mm max.
le plan de la bande Ap
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2.3 Dimensions common to tapes and taped components with three leads

2.3.1 Lead spacings Fq and F» 1xe
(see figure 4)

Reference plane

e2862f4d
IEC 1 735/97

Figure 4
232 1 o7 mm
2.3.3 [ 6,35 mm £ 0,7 mm
2-3.4 1 ‘la/\;lllum 'Jcl |||;oo;blc dcv;at;ulla
From the nominal position:
— maximum deviation of the component body |Ah| =2 mm max.
vertical to tape plane Ah
— maximum deviation of the component body in |Ap| =1 mm max.

the tape plane Ap
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3 Mise sur bande
Les prescriptions supplémentaires suivantes doivent étre respectées:

3.1 Tous les composants polarisés doivent étre orientés selon une méme direction. La sortie
correspondant a la cathode et pour les transistors celle correspondant a I'émetteur (sauf pour
le bofitier TO-92) doit étre la derniére a quitter le support, sauf prescription contraire dans la
spécification particuliére. Pour les boitiers TO-92 la face plate doit étre sur la face supérieure
de la bande.

3.3 Lep composants doivent étre suffisamment maintenus sur la ba
reste dgns les tolérances permises.

Force d|extraction des composants dans le plan de la bande
déroulement doit étre >5 N.

3.4 Lep atériaux
des ban zeux qui
affectergi 5 sorties
par acti

Par aille sants ne
restent ment ne
doit pasg sistance de sorte qu'il se rompe au

déroulement lorsque les con po ~ gvsont extraits de leur emballage, ajla main
et placé .

Les ban g adjacentes nedoivent pas se coller ensemble dans I'emballage.

Les trolis d'entrgihe Ve senter un bord franc et ne doivent pas présenter des
traces d . de maintien.

3.5 Rési 215N

3.6 Ep

Les épigsures doivent étre au moins aussi résistantes que la bande elle-méme et ne| doivent
pas empécher I'entrainement et la découpe de la bande. Lorsque I'on effectue des épissures,
I'écart de l'alignement des trous d'entrailnement de part et d'autre du raccord ne doivent pas
étre supérieur & +0,3 mm en toute direction. Les raccords ne doivent pas interférer avec les
trous d'entrainement et I'épaisseur ne doit pas dépasser 1,5 mm. Lorsque des agrafes sont
utilisées, elles ne doivent pas géner les opérations d'entrainement et de découpe.

NOTE — Ceci comprend les déformations des extrémités des fils dues aux opérations de coupe.

3.7 Pour les bandes conditionnées en accordéon, la bande de maintien ne doit pas de
préférence se détacher de la bande d'entrainement dans la région de la pliure. Si ceci ne peut
étre évité, la valeur maximale de I'épaisseur de la bande ne doit pas étre dépassée.
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3 Taping
The following additional requirements shall be met:

3.1 All polarized components shall be oriented in one direction. The cathode lead and, for
transistors (except for TO-92 packages), the emitter lead shall be the last one to leave the
package, unless otherwise specified in the detail specification. For TO-92 packages the flat
side shall be on the upper side of the tape.

3.2 The wire terminations of the taped components shall be free from kinks or bends between
the seating or reference plane and the carrier tape

3.3 The components shall be held sufficiently in the tape, so that thej ins within

the permitted tolerances.

The extraction force for components in the tape plane, vertic® e, O i nreeling
shall be| >5 N.

3.4 The tapes shall be suitable to withstand storagge of the
material shall not migrate along the leads or give off vapoprs
deteriorpte the component properties or leads by(chemica a@n

he tape
y affect solderability or
8.J. corrosion).

In additjon, the hold-down tape shall i hed s¢ that the componenty do not
remain |n position after storage, and the pre lose
strength such that it breaks on unreeling w package
by hand|into the assembly machines.

Tapes in adjacent laye dhesive

for instgnce.

pcket ho@

3.6 Spli

The spr fape.

3.5 Br¢

Splices bort and
the cutting ofthe“Mape. WHen splicing is applied, the misalignment of the holes on each side of
the splice shal 8 more than +0,3 mm in any direction. Splices shall not interfere with
sprocket feed holes~or shall the overall thickness exceed 1,5 mm. When used, staples shall
not intelrfere with the transport and cutting operations.

NOTE — This includes deformation of lead ends due to shearing operations.

3.7 For tapes in fan-fold arrangement the hold-down tape shall preferably not become
separated from the carrier tape in the region of the fold. If this cannot be avoided, the value of
the maximum tape thickness shall not be exceeded.
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4 Mise en bande

Les bandes de composants peuvent étre soit enroulées sur bobines, soit pliées (par exemple

dans le conditionnement en accordéon).

L'unité d'emballage doit étre de préférence

a) pour tous les composants ayant des écartements de sorties: F< 9 x e: en multiples de 100.

b) pour tous les composants ayant des écartements de sorties: F >9 x e: en multiples de 50.

En enroulant la bande sur bobine, la bande d'entrainement doit étre disposée au plus

centre de la bobine.

4.1 Dimensions de la bobine

4.1.1 Ues dimensions préférentielles de la bobine sont donnéeg
dans le tableau 2.

L'enroullement est donné a la figure 6.

Forme possible: circulaire ou carré
o ™ — Forme possible: circulaire ou polygonale

L 1 .780/97 28612

Figure 5 — Dimensions de la bobine

prés du
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4 Packing

The tapes of components may either be wound on reels or folded (for example in a fan-fold
arrangement).

The unit of packing shall preferably be

a) for all components with lead spacing: F < 9 x e: multiples of 100

b) for all components with lead spacing: F > 9 x e: multiples of 50

When wiadiathetane-on-thetealtha ecarviar taona chall ha aAlacact +
W rg—tetap o e e T e~ Car T T tapt—STiaT g~ CTOST ST

eel.

4.1 Dimensions of the reel

4.1.1 The preferred reel dimensions are shown in figure 5 and takle

Reelinglis shown in figure 6.

w

Optional shape: circular or square
— Optional shape: circular or polygonal

IEE 3079 e2861f2

Figure 5 — Reel dimensions
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